
用于光模块和光子集成电路 (PIC)的粘合剂
德路工业粘合剂 2025年9月12日



Hintergrund: Besuch MdEP Niebler

216-Sep-25

 Termin 8.5. Zeitfenster 13-15 Uhr. 

» Mittagessen. Dann kurze Führung. 

» Thematisierung Lieferkettengesetz, New Reach, CSR-Berichte

 Kurzes Handout

» Sie aufmunitionieren mit DELO-Beispielen. 

» Kompakter Überblick als Ziel, inkl. DELO-AP

» Erster Entwurf Mitte April

2.45 亿欧元 (19 亿人民币)
营业额

1160 
员工人数

1961
年创办

15% 
研发投入占营业额比

德国家族企业

25 年
连续保持两位数营收增长

Photonics@delo.de
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光通信中的粘接场景

光模块光子集成电路

透镜耦合/ 

精密固定

光路粘接场景

边缘耦合 光学耦合 

微透镜阵列

光路耦合 

(光电接口）

DELO + EPIC 
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透镜耦合/精密固定
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DELO PHOTOBOND
AD491

DELO DUALBOND
OB6799

粘度
(剪切速率 10/s） 15,000 mPa⋅s 100,000 mPa⋅s

体积收缩率 7.5 % 0.4%

断裂延伸率 200 % 0.5 %

杨氏模量 900 MPa 16,000 MPa

玻璃转化温度 100 °C 140 °C

剪切强度
25 MPa
玻璃 | 玻璃

20 MPa
玻璃 | 玻璃

热膨胀系数 1 176 ppm/K
(30 °C - 130 °C)

20 ppm/K
(-40 °C - 70 °C)

热膨胀系数 2 -
49 ppm/K

(150 °C - 190 °C)

固化方式

200 mW/cm² @ 4s
LED 400 nm

1,000 mW/cm² @ 4s
LED 365 nm

烘箱 80 °C @ 60 mins
或 130  °C @ 15 mins

 透镜与基板的耦合 (AA)和固定

 要求

 透镜在 X/Y 轴上无偏移

 可靠的粘接强度

 低挥发

 特点

 光固化波长可达 460 nm

 PEI 镜片的双重固化

透镜

基板

DELO + EPIC 

粘合剂



光学耦合
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光学耦合

边缘耦合

 连接 PIC 至 X（”外部世界”）

 要求：

 高透过率

 低收缩

 耐回流焊

 重点应用：

 光栅/边缘耦合

 微透镜耦合

DELO + EPIC 

DELO DUALBOND 
OB6268

粘度 (剪切速率 10/s） 27,000 mPa⋅s

体积收缩率 0.7 %

断裂延伸率 1.0 %

杨氏模量 6,300 MPa

玻璃转化温度 202 °C

热膨胀系数 1 37 ppm/K
(-40 °C - 20 °C)

热膨胀系数 2 78 ppm/K
(140 °C - 180 °C)

硬度 88D

剪切强度

玻璃/玻璃 > 20 MPa

PC/PC 33 MPa

折射率@ 1550nm 1.495

透过率@ 1550nm (50um厚度) > 98 %

粘合剂



1) 微透镜至 PIC (AA)

2) 安装至外壳（AA）

光学耦合 - 合作
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出版物：

“用于光子集成电路的单模扩大光束连接模块演示“

《 光波技术期刊 》，第 41 卷第 11 期，2023 年 6 月

出版物：
“用于集成光子封装的耐回流焊接热塑性树脂单模微透镜阵列“

电气和电子工程师学会《组件、封装和制造技术》期刊，2025 年 2 月

DELO DUALBOND OB6268

1)  微透镜到 PIC (AA)

2) 微透镜至光纤组装单元 (AA)

DELO DUALBOND OB6235

Ein Bild, das Grafiken, Schrift, Symbol, Logo enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Ein Bild, das Grafiken, Schrift, Symbol, Logo enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

→ 与粘合剂有关的信号损耗（衰减）：0.2 dB

DELO + EPIC 

→ 与粘合剂有关的信号损耗（衰减）：0.3 dB

https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=10025367
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=10025367
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=10025367
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=10850755
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=10850755
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=10850755


产品路线图
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DELO + EPIC 

EICPIC PIC EIC PIC EIC EICPIC

PIC EIC EICPIC PIC EIC EICPIC DELO 粘合剂在经典 FAU 
粘合工艺锯切后为光学
耦合创建 “窗口“

通过UV粘合剂锯开
晶片以创建 “窗口“

晶片锯切
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1550 nm 的折射率匹配材料

低折射率

 目标：不含 PFAS 的低折射率材料

 目标 折射率 @ 1310 nm：1.42 - 1.445

 RI 可以降到多低？

解胶

 目标：在制造过程中保护光窗的高表面质量

 第 1 步：晶圆级光子临时固定 (VIOLA)

 步骤 2：成熟的半导体工艺（成型、研磨...）

 第 3 步：不留残余物或不损坏耦合器的解胶工艺

未来路线图研究课题

 可靠性：进一步提高光路粘合剂的性能

 收缩：尽量减少耦合过程中粘合剂的收缩率

 粘度：V 形槽中粘合剂的流动性



36

1 结构件固定粘接

2 精密耦合固定

3 光路耦合/边缘耦合

4 灌封

5 透镜固定/耦合耦合接

6 导热粘合剂

7 V 型槽粘接固定粘接

8 光纤涂覆
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光通信中的粘接场景
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DELO + EPIC 

通用粘接场景：光模块粘接场景： PIC 粘接场景：

光模块 光子集成电路 (PIC)
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与区域销售经理讨论您的项目： 
李攀 pan.li@delo.de 

访问我们，与我们取得联系！
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我们的展位 ： 1A83
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